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Oprava komunikaci




FlLL | Udrzba a oprava
komunikaci

RYCHLE A INOVATIVNI RESENI CHIPFILL®

Je specidlné vyvinuty termoplast pro opravu defektd povrchd komunikaci o velikosti do prdméru

cca 20 cm. Minimalizuje riziko dalsi degradace povrchu. Horky termoplast vtec€e i do nejjemngjsich
prasklin. Doba potrebnd k oprave do otevieni provozu je cca 20 min.

JEDNODUCHA A EFEKTIVNI MANIPULACE

Za horka aplikovany termoplast vykazuje lepsi prilnuti k vozovce oproti zplsoblm oprav provadénym
za studena. Pri zahrdati se vytvari termoplastickd vazba s asfaltem. ChipFill® je efektivni docasné
FeSeni opravy, které minimalizuje dalsi degradaci povrchu. Uginné zamezuje pronikani vody do trhlin.
Pfi praci s materiglem ChipFill® nejsou zapotrebi zadné tezké mechanismy. Materidl je lehky a prace
se dd provést pomoci rucniho naradi.

APLIKACE CHIPFILL®

Je velmi jednoduse aplikovatelny a jeho poutziti je snadné po cely rok. K vyc€isténi diry vystaci tvrdy
smetdk, k pfedehfati diry (vysuseni) a k aplikaci postaci ruéni plynovy hofak. Po prohfati vytluku
se rozprostfe materidl do vrstvy o tloustce max. 15 mm a rozehreje se. V pripadé, ze je zapotrebi
dalsi vrstva, materidl opétovné rozprostieme a roztavime. Maximaini vyska by nemeéla presahovat
45 mm. Vrstvy na sebe aplikujeme za tepla. Na findini vrstvu sypeme za horka protismykovou drt.
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. Ddkladné vymeteni 2.0dstranéni vihkosti 3. Rozprosfeni vrstvy . Ddkladné materidl
(vyfoukéni) negistot zahfatim pomoci hmoty ChipFill® v tenké rozehfejte pomoci
z opravovaného hoféaku, tak aby bylo vrstvé (max. 15 mm). hofaku. Aplikujte dalsi
vymolu &i prasklin. aplikované misto vrstvuy, je-li to zapotfebi.
zcela suché. FindIni horkou vrstvu
posypte zdrsiujicim
materidlem.
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